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(57)【要約】
【課題】配線基板と各ＬＥＤとの間隔が一定に保たれる
ＬＥＤディスプレイの製造方法を提供する。
【解決手段】ウエハ１０の一方の面上にＬＥＤ１１が生
成されたＬＥＤ基板１と、回路層２２を含む配線基板２
とを貼り合わせるに際し、ＬＥＤ基板はＬＥＤ１１の上
面にＬＥＤ電極と接着面とを有しており、配線基板は、
弾性支持部材、配線基板電極、ストッパ層、接着層、を
含む構造体２７を有しており、接着面と接着層の上面と
が接合するように位置合わせする工程と、配線基板に対
してＬＥＤ基板を加圧して貼り合わせる工程と、ＬＥＤ
基板を加圧した状態でウエハの他方の面から紫外光ＵＶ
を照射し、接着層を硬化させてＬＥＤを配線基板に仮接
着する工程と、他方の面からレーザ光Ｌを照射して、Ｌ
ＥＤをＬＥＤ基板から剥離させる工程と、ＬＥＤが実装
された後に接着層を加熱して、その接着層をさらに硬化
させることによりＬＥＤを配線基板に本接着する工程と
、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性のウエハの一方の面上に予め定められた間隔で複数列にＬＥＤが生成されたＬ
ＥＤ基板と、該ＬＥＤを駆動する回路を一方の面上に積層した回路層を含む配線基板とを
貼り合わせて、前記ウエハの他方の面からレーザ光を照射し、前記ＬＥＤ基板から前記Ｌ
ＥＤを剥離させて、前記ＬＥＤを前記配線基板に実装することで、ＬＥＤ電極と配線基板
電極とを接続して通電可能とするＬＥＤディスプレイを製造する、ＬＥＤディスプレイの
製造方法であって、
　前記ＬＥＤ基板と前記配線基板とを貼り合わせるに際し、前記ＬＥＤ基板は、前記ＬＥ
Ｄの上面に設けられた前記ＬＥＤ電極の予め定められた近傍領域に接着面を有しており、
前記配線基板は、前記回路層上の予め定められた位置に設けられた弾性支持部材、該弾性
支持部材上に設けられた前記配線基板電極、前記接着面に応じた位置に設けられ前記弾性
支持部材の加圧時の縮みを抑制するストッパ層、該ストッパ層上に設けられ光硬化性及び
熱硬化性を兼ね備えた接着層、を有しており、前記ＬＥＤの前記接着面と前記配線基板の
前記接着層の上面とを位置合わせする工程と、
　前記配線基板に対して前記ＬＥＤ基板を加圧して貼り合わせる工程と、
　前記ＬＥＤ基板を加圧した状態で前記ウエハの他方の面から紫外光を照射して、前記接
着層を硬化させて前記ＬＥＤを前記配線基板に仮接着する工程と、
　前記他方の面から前記レーザ光を照射して、前記ＬＥＤを前記ＬＥＤ基板から剥離する
工程と、
　前記ＬＥＤが実装された後に前記接着層を加熱して、前記接着層をさらに硬化させるこ
とにより、前記ＬＥＤを前記配線基板に本接着する工程と、
を含むことを特徴とするＬＥＤディスプレイの製造方法。
【請求項２】
　前記貼り合わせる工程の次に、前記ＬＥＤ基板のＬＥＤを検査する工程をさらに含み、
　前記ＬＥＤを検査する工程は、前記ＬＥＤ電極及び前記配線基板電極を介して前記ＬＥ
Ｄに個別に通電し、該ＬＥＤの良否を判定する請求項１に記載のＬＥＤディスプレイの製
造方法。
【請求項３】
　前記ＬＥＤを検査する工程で前記ＬＥＤが良品と判定された場合には、前記仮接着する
工程では、前記良品と判定されたＬＥＤを前記配線基板に仮接着し、前記剥離する工程で
は、前記良品と判定されたＬＥＤを前記ＬＥＤ基板から剥離して前記配線基板に実装する
請求項２に記載のＬＥＤディスプレイの製造方法。
【請求項４】
　前記ＬＥＤを検査する工程で不良品と判定されたＬＥＤが存在した場合には、前記仮接
着する工程では、少なくとも不良品と判定されたＬＥＤを前記仮接着の対象から除外し、
前記剥離する工程では、前記仮接着の対象から除外したＬＥＤを前記レーザ光の照射対象
から除外して前記ＬＥＤ基板に残留させる、請求項２に記載のＬＥＤディスプレイの製造
方法。
【請求項５】
　前記仮接着する工程は、前記不良品と判定されたＬＥＤ含む１列のＬＥＤ群を前記仮接
着の対象から除外し、
　前記剥離する工程は、前記１列のＬＥＤ群を前記レーザ光の照射対象から除外して、前
記１列のＬＥＤ群を除く他の列のＬＥＤ群を前記ＬＥＤ基板から剥離して前記配線基板に
実装する、請求項４に記載のＬＥＤディスプレイの製造方法。
【請求項６】
　前記不良品と判定されたＬＥＤを含む１列のＬＥＤ群が欠けた状態で良品のＬＥＤが実
装された配線基板と、代替用の１列のＬＥＤ群を有するＬＥＤ基板とを用いて、前記代替
用の１列のＬＥＤ群の各接着面と前記１列のＬＥＤ群が欠けた配線基板の対応する各接着
層の上面とを位置合わせした後に前記貼り合わせる工程を実行し、前記ＬＥＤを検査する
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工程で前記ＬＥＤ群のＬＥＤが良品と判定された場合には、前記仮接着する工程では、前
記良品と判定されたＬＥＤを前記１列のＬＥＤ群が欠けた配線基板に仮接着し、前記剥離
する工程では、前記代替用の１列のＬＥＤ群を有するＬＥＤ基板から前記良品と判定され
たＬＥＤを剥離すると共に、前記１列のＬＥＤ群が欠けた配線基板に前記良品と判定され
たＬＥＤを追加して実装する請求項５に記載のＬＥＤディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　前記ＬＥＤは、青色の波長帯域又は近紫外線の波長帯域の光を発するマイクロＬＥＤで
あることを特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載のＬＥＤディスプレイの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）ディスプレイの製造方法に関し、特に、複
数のＬＥＤを、弾性支持部材を介して配線基板に実装する際に、各ＬＥＤと配線基板との
間隔が一定に保たれるＬＥＤディスプレイの製造方法に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ＬＥＤをマトリクス状に配列したＬＥＤアレイを用いる画像表示装置が知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。このような画像表示装置の製造工程においては、
例えば、サファイア基板上に生成されたＬＥＤを、そのサファイア基板から剥離し、配線
基板に取り付ける工程を含む。特許文献１では、この取り付ける工程において、ＬＥＤに
設けられた電極が接合用導電材を介して配線基板に接続されている。この接合用導電材は
、弾性支持部材の一種であって、加圧されることで変形し且つ電気的な接続を果たす材料
からなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－０７３９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような接合用導電材を用いると、加圧時に各々の接合用導電材の
高さにばらつきが生じやすい。そのため、配線基板に各ＬＥＤを接合用導電材を介して接
着させた場合、配線基板と各ＬＥＤとの間隔が一定にならなくなるという問題が生じやす
くなる。一方、加圧時の接合状態を考慮すると、加圧されることで変形する弾性支持部材
を用いることが望ましい。
【０００５】
　そこで、本発明は、このような問題点に対処し、複数のＬＥＤを弾性支持部材を介して
配線基板に接着して実装した場合、配線基板と各ＬＥＤとの間隔が一定に保たれるＬＥＤ
ディスプレイの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のＬＥＤディスプレイの製造方法は、光透過性のウ
エハの一方の面上に予め定められた間隔で複数列にＬＥＤが生成されたＬＥＤ基板と、該
ＬＥＤを駆動する回路を一方の面上に積層した回路層を含む配線基板とを貼り合わせて、
上記ウエハの他方の面からレーザ光を照射し、上記ＬＥＤ基板から上記ＬＥＤを剥離させ
て、上記ＬＥＤを上記配線基板に実装することで、ＬＥＤ電極と配線基板電極とを接続し
て通電可能とするＬＥＤディスプレイを製造する、ＬＥＤディスプレイの製造方法であっ
て、上記ＬＥＤ基板と上記配線基板とを貼り合わせるに際し、上記ＬＥＤ基板は、上記Ｌ
ＥＤの上面に設けられた上記ＬＥＤ電極の予め定められた近傍領域に接着面を有しており
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、上記配線基板は、上記回路層上の予め定められた位置に設けられた弾性支持部材、該弾
性支持部材上に設けられた上記配線基板電極、上記接着面に応じた位置に設けられ上記弾
性支持部材の加圧時の縮みを抑制するストッパ層、該ストッパ層上に設けられ光硬化性及
び熱硬化性を兼ね備えた接着層、を有しており、上記ＬＥＤの上記接着面と上記配線基板
の上記接着層の上面とを位置合わせする工程と、上記配線基板に対して上記ＬＥＤ基板を
加圧して貼り合わせる工程と、上記ＬＥＤ基板を加圧した状態で上記ウエハの他方の面か
ら紫外光を照射して、上記接着層を硬化させて上記ＬＥＤを上記配線基板に仮接着する工
程と、上記他方の面から上記レーザ光を照射して、上記ＬＥＤを上記ＬＥＤ基板から剥離
する工程と、上記ＬＥＤが実装された後に上記接着層を加熱して、上記接着層をさらに硬
化させることにより、上記ＬＥＤを上記配線基板に本接着する工程と、を含む。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のＬＥＤディスプレイの製造方法によれば、上記配線基板に対して上記ＬＥＤ基
板を加圧して貼り合わせたときに、上記ストッパ層が上記弾性支持部材の縮みを抑制する
ので、上記ＬＥＤを上記配線基板に本接着させた後に上記配線基板と各ＬＥＤとの間隔が
一定に保たれる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明によるＬＥＤディスプレイの製造方法を示す説明図である。
【図２】本発明によるＬＥＤディスプレイの製造方法の工程を示すフローチャートである
。
【図３】図１に示すＬＥＤ基板の平面図である。
【図４】図３に示すＬＥＤ基板の一部を示す部分拡大図である。
【図５】図３に示すＬＥＤ基板の構造を示す説明図である。
【図６】図２に示す配線基板の作製の詳細な工程を示すフローチャートである。
【図７】図１に示す配線基板の一部を示す部分拡大平面図である。
【図８】図６に示す配線基板の構造を示す説明図である。
【図９】ＬＥＤ基板と配線基板との位置合わせを示す説明図である。
【図１０】ＬＥＤ基板と配線基板との貼り合わせを示す説明図である。
【図１１】図２に示す点灯検査、仮接着及びレーザリフトオフの詳細な工程を示すフロー
チャートである。
【図１２】図２に示す修正の詳細な工程を示すフローチャートである。
【図１３】不良品と判定されたＬＥＤが存在したＬＥＤ基板の一例を示す平面図である。
【図１４】修正用ＬＥＤ基板の一例を示す平面図である。
【図１５】ＬＥＤアレイ基板の構造を示す説明図である。
【図１６】本発明によるＬＥＤディスプレイの製造方法により製造されたＬＥＤディスプ
レイの一例を示す平面図である。
【図１７】変形例におけるＬＥＤ基板の平面図である。
【図１８】変形例におけるＬＥＤ基板の構造を示す説明図である。
【図１９】変形例における配線基板の平面図である。
【図２０】変形例における配線基板の構造を示す説明図である。
【図２１】変形例におけるＬＥＤアレイ基板の構造を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明によるＬＥＤディスプレイの製造方法を示す説明図である。図２は、本
発明によるＬＥＤディスプレイの製造方法の工程を示すフローチャートである。以下の説
明において、マイクロＬＥＤは、例えば、外形寸法が１０μｍ×３０μｍ以下であって、
後述する点灯検査に合格し、発光が良好なＬＥＤを対象とする。また、本発明によるＬＥ
Ｄディスプレイの製造方法は、上記マイクロＬＥＤを用いたＬＥＤディスプレイを製造す
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ることを主な目的とするが、用途に応じて上記の外形寸法より大きいサイズのＬＥＤにも
適用することができる。
【００１０】
　上記ＬＥＤディスプレイの製造方法では、特徴として、図１の（ａ）～（ｆ）に示す処
理を含む。具体的には、この製造方法では、先ず、マイクロＬＥＤ基板１（以下、単に「
ＬＥＤ基板１」という。）と配線基板２とを貼り合わせるに際し、位置合わせをする（（
ａ）参照）。ここで、ＬＥＤ基板１には、光透過性のウエハ１０の一方の面（表面）上に
予め定められた間隔で複数列にマイクロＬＥＤ１１（以下、単に「ＬＥＤ１１」という。
）が生成されている。また、配線基板２は、ＬＥＤ１１を駆動する回路を支持体２１の一
方の面上に積層した回路層２２と、回路層２２上に設けられた構造体２７を含む。
【００１１】
　次に、上記ＬＥＤディスプレイの製造方法では、ＬＥＤ基板１を圧力Ｐで加圧して配線
基板２に貼り合わせる（（ｂ）参照）。続いて、この製造方法では、圧力Ｐで加圧した状
態で、ウエハ１０の他方の面（裏面）から紫外光ＵＶを照射してＬＥＤ１１を仮接着する
（（ｃ）参照）。さらに、この製造方法では、その裏面からレーザ光Ｌを照射してレーザ
リフトオフ（LLO：Laser Lift Off）を実行し（（ｄ）参照）、圧力Ｐによる加圧を解放
した後、ＬＥＤ基板１からＬＥＤ１１を剥離して（（ｅ）参照）、ＬＥＤ１１を配線基板
２に実装し、ＬＥＤ１１をヒータｈで加熱して本接着する（（ｆ）参照）。この際、ＬＥ
Ｄ１１のＬＥＤ電極と配線基板２の配線基板電極とが接続して通電可能となる。
【００１２】
　なお、この製造方法では、ＬＥＤ基板１を圧力Ｐで加圧して配線基板２に貼り合わせる
処理の後に、ＬＥＤの点灯検査の工程を含めてもよい。また、図１（ｂ）～（ｄ）では、
加圧中の状態を矢印Ｐで表している。ここで、説明の便宜上、ＬＥＤ基板１と配線基板２
とを貼り合せた状態の構造物を、「検査対象物３」という（図１（ｂ）～（ｄ）参照）。
また、全てのＬＥＤ１１が配線基板２に実装された状態の基板を「ＬＥＤアレイ基板４」
という（図１（ｅ）、（ｆ）参照）。
【００１３】
　上記ＬＥＤディスプレイの製造方法は、詳細には、図２に示すとおり、ＬＥＤ基板の作
製（工程Ｓ１）、配線基板の作製（工程Ｓ２）、ＬＥＤ基板と配線基板との位置合わせ（
工程Ｓ３）、ＬＥＤ基板と配線基板との貼り合わせ（工程Ｓ４）、点灯検査、仮接着及び
レーザリフトオフ（工程Ｓ５）、ＬＥＤをＬＥＤ基板から剥離する処理（工程Ｓ６）、欠
陥箇所がある場合の修正（工程Ｓ７，Ｓ８）、ＬＥＤの本接着（工程Ｓ９）、リブの生成
（工程Ｓ１０）、蛍光材の塗布（工程Ｓ１１）及び保護膜、保護ガラスの取り付け（工程
Ｓ１２）を含む。以下、この順序に従って、説明を続ける。
【００１４】
　ＬＥＤ基板の作製（工程Ｓ１）は、例えば、気相成長法（Vapour Phase. Epitaxy）の
一種であるＭＯＣＶＤ（Metal Organic Chemical Vapor Deposition）法を用いて、ＬＥ
Ｄ１１を、ウエハ１０上に予め定められた間隔で複数列にＬＥＤを生成する処理を行なう
。ＬＥＤ１１は、窒化ガリウム（ＧａＮ）を主材料として生成される。
【００１５】
　ＬＥＤ１１は、波長が例えば２００ｎｍ～３８０ｎｍの近紫外線の光を発するＬＥＤで
あってもよいし、又は、波長が例えば３８０ｎｍ～５００ｎｍの青色光を発するＬＥＤで
あってもよい。すなわち、ＬＥＤ１１は、例えば、青色の波長帯域又は近紫外線の波長帯
域の光を発するマイクロＬＥＤである。なお、マイクロＬＥＤを採用したＬＥＤディスプ
レイでは、上記の波長帯域の光を発するマイクロＬＥＤを採用することが、小型化に伴う
ＬＥＤの発光の観点から好ましい。これにより、好適な発光によるＬＥＤディスプレイを
製造することができる。
【００１６】
　図３は、図１に示すＬＥＤ基板の平面図である。本実施形態において、説明の便宜上、
各ＬＥＤ１１は、ウエハ１０上において、例えば、図３に示すｘｙ座標で（０，０）～（
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１７，１３）の位置に配置されていることとする。また、本実施形態では、ＬＥＤ基板１
を矢印Ｄ方向（ｙ方向）に搬送可能としている。
【００１７】
　図４は、図３に示すＬＥＤ基板の一部を示す部分拡大図である。但し、図４では、説明
を分かりやすくするため、図３に示したＬＥＤ基板１の一部を切り出して、ＬＥＤ１１を
３行６列に配置したＬＥＤ基板１を示している。ウエハ１０は、レーザリフトオフ用の基
板として用いることができ、例えば、サファイア基板である。
【００１８】
　図４において、ＬＥＤ１１は、例えば、化合物半導体１２、通電用のＬＥＤ電極１３ａ
、１３ｂを含み、列方向（ｙ方向）にはｗ１のピッチの間隔が設けられ、行方向（ｘ方向
）にはｗ２のピッチの間隔が設けられるように配置されている。このｗ１、ｗ２のピッチ
は、予め定められた間隔の一例である。なお、図４では、簡単のため、後述する図５（ｃ
）に示す接着面１５ａ、１５ｂの図示を省略している。
【００１９】
　図５は、図４に示すＬＥＤ基板の構造を示す説明図である。図５において、（ａ）は、
図４のＡ－Ａ線断面図であり、（ｂ）は、（ａ）の破線ＤＬ１で囲む領域に示すＬＥＤ基
板１の一部を示す部分拡大図である。（ｃ）は、（ｂ）に示すＬＥＤ基板１上のＬＥＤ１
１の平面図である。ＬＥＤ１１は、レーザリフトオフ用の剥離層、発光層等の複数の階層
を含む化合物半導体１２を有している。図５（ｂ）に示すとおり、化合物半導体１２の最
下層に剥離層１４が設けられ、その化合物半導体１２の最上層の上面には、ＬＥＤ電極１
３ａ、１３ｂが設けられている。なお、化合物半導体１２の最上層の上面は、ＬＥＤ１１
の上面を意味し、以下の説明では、ＬＥＤ電極１３ａ、１３ｂが設けられている面を常に
上面とする。
【００２０】
　また、図５（ｃ）に示すとおり、ＬＥＤ１１は、化合物半導体１２の最上層の上面にお
いて、ＬＥＤ電極１３ａ、１３ｂの予め定められた近傍領域に長方形状の接着面１５ａ、
１５ｂを有している点を特徴としている。ここで、予め定められた近傍領域とは、例えば
、その最上層の上面においてＬＥＤ電極１３ａ、１３ｂの表面積を除く領域から、接着面
として選択した領域である。詳細には、この近傍領域は、ＬＥＤ１１の接着面１５ａ、１
５ｂと配線基板２（図７参照）の対応する接着層２６ａ、２６ｂの上面とが互いに接合す
るように設計された領域である。本実施形態では、例えば、接着面１５ａが接着層２６ａ
の上面と接合し、接着面１５ｂが接着層２６ｂの上面と接合するように構成されている。
【００２１】
　次に、配線基板の作製（工程Ｓ２）について説明する。
　図６は、図２に示す配線基板の作製の詳細な工程を示すフローチャートである。図６に
示す配線基板の作製（工程Ｓ２）は、回路層の作製（工程Ｓ２１）、ストッパ層の作製（
工程Ｓ２２）、フォトスペーサ（ＰＳ）の作製（工程Ｓ２３）、ＰＳ電極の作製（工程Ｓ
２４）、接着層の作製（工程Ｓ２５）を含む。以下に説明するように、これらの５つの工
程Ｓ２１～Ｓ２５が実行されることにより、配線基板２が作製される。以下、配線基板２
の構造を説明した後、配線基板２の作製における各工程の詳細について説明する。
【００２２】
　図７は、図１に示す配線基板の一部を示す部分拡大平面図である。但し、図７では、図
４に示すＬＥＤ基板１と対応させて示している。図８は、配線基板の構造を示す説明図で
ある。図８において、（ａ）は、図７のＢ－Ｂ線断面図であり、（ｂ）は、電極付きフォ
トスペーサを説明する図である。（ｃ）は、図７のＡ－Ａ線断面図である。（ｄ）は、（
ｃ）に示す破線ＤＬ２で囲む領域の配線基板２の一部示す部分拡大図である。
【００２３】
　図７に示す配線基板２は、ＬＥＤ１１を駆動するものであって、図８（ａ）、（ｄ）に
示すとおり、透光性を有する支持体２１と、その支持体２１上に積層された回路層２２と
、図４に示すＬＥＤ基板１に対応して、予め定められた位置に配置された構造体２７で構
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成される。構造体２７は、ＬＥＤ１１と接合するものであって、フォトスペーサ２３、Ｐ
Ｓ電極２４ａ、２４ｂ、ストッパ層２５ａ、２５ｂ、接着層２６ａ、２６ｂを含む。なお
、図７では、ストッパ層２５ａ、２５ｂは隠れて見えないため、符号は省略している。Ｐ
Ｓ電極２４ａ、２４ｂは、配線基板電極の一例であり、フォトスペーサ２３は、弾性支持
部材の一例である。本実施形態では、弾性支持部材は、用途に応じて絶縁性又は導電性を
有する。
【００２４】
　上記構造体２７は、図７に示すとおり、３行６列に配置されている。すなわち、構造体
２７は、列方向にはｗ３のピッチの間隔が設けられ、行方向にはｗ４のピッチの間隔が設
けられるように配置されている。ここで、本実施形態では、位置合わせにおいて、ＬＥＤ
基板１と配線基板２との位置合わせをしやすくするため、ｗ１とｗ３との間隔、ｗ２とｗ

４との間隔をそれぞれ等しくしている。
【００２５】
　支持体２１は、透明なガラス又はポリイミド等のフィルムであることが好ましい。フレ
キシブルなＬＥＤディスプレイとする場合には、例えばポリイミド等のフィルムが用いら
れる。以下の説明では、支持体２１は、一例として石英ガラスとする。
【００２６】
　ここで、図８（ａ）に示すＢ－Ｂ線断面図を参照すると、フォトスペーサ２３は、例え
ば、側面が台形状になっており、加圧されたときに押しつぶされて左右方向に膨らむ。な
お、説明の便宜上、フォトスペーサ２３と、そのフォトスペーサ２３上に積層されたＰＳ
電極２４ａ、２４ｂとを合わせて、電極付きフォトスペーサ２８という。
【００２７】
　図８（ｂ）において、電極付きフォトスペーサ２８の斜視図が描かれており、電極付き
フォトスペーサ２８は、回路層２２上に積層された絶縁性のフォトスペーサ２３に対して
、ＰＳ電極２４ａ、２４ｂが、一定の間隔で帯状に積層されている。図７に示す配線基板
２の平面図では、ＰＳ電極２４ａ、２４ｂが直方形状に見えるが、実際には、フォトスペ
ーサ２３の最上層の領域に積層されているＰＳ電極２４ａとＬＥＤ電極１３ａとが接合し
、フォトスペーサ２３の最上層の領域に積層されているＰＳ電極２４ｂとＬＥＤ電極１３
ｂとが接合する。
【００２８】
　図８（ｃ）、（ｄ）を参照して、構造体２７の正面から見た位置関係がわかるように配
線基板２を説明すると、配線基板２は、一例として、（１）支持体２１上に積層された回
路層２２、（２）その回路層２２上の予め定められた位置に設けられたフォトスペーサ２
３、（３）ＬＥＤ電極１３ａの位置に対応してフォトスペーサ２３上に設けられたＰＳ電
極２４ａ、（４）ＬＥＤ電極１３ｂの位置に対応してフォトスペーサ２３上に設けられた
ＰＳ電極２４ｂ、（５）フォトスペーサ２３の位置に対応して設けられたストッパ層２５
ａ、２５ｂ、（６）ストッパ層２５ａ上に設けられた接着層２６ａ、（７）ストッパ層２
５ｂに設けられた接着層２６ｂを有する。回路層２２は、ＬＥＤ１１を駆動する回路を含
む。ストッパ層２５ａ、２５ｂは、加圧時のフォトスペーサ２３の縮みを抑制するもので
ある。接着層２６ａ、２６ｂは、光硬化性及び熱硬化性を兼ね備えたものである。
【００２９】
　次に、配線基板２の作製（工程Ｓ２１～Ｓ２５）の具体的な処理について説明する（図
６参照）。回路層の作製（工程Ｓ２１）は、支持体２１上に回路層２２を作製する工程で
あって、配線基板２の支持体２１上にＬＥＤの点灯制御用パターン、ＴＦＴ（Thin Film 
Transistor）回路等を作製する処理を実行する。詳細には、成膜、パターンニング、エッ
チング、洗浄等の処理を組み合わせることにより、各ＬＥＤ１１を個別にオン駆動して点
灯させ、又は、各ＬＥＤ１１を個別にオフ駆動して消灯させるための配線（点灯制御用パ
ターン）やＴＦＴ回路等を設けた回路層２２が作製される。
【００３０】
　ストッパ層の作製（工程Ｓ２２）は、ＬＥＤ基板１を加圧して配線基板２と貼り合わせ
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るときに、ギャップ制御の働きをするストッパ層２５ａ、２５ｂを、上記回路層２２上で
マトリクス状に作製する処理を実行する。つまり、ストッパ層２５ａ、２５ｂは、耐加圧
性であって、基板同士（ＬＥＤ基板１と配線基板２）を貼り合わせたときに回路層２２の
上面とＬＥＤ１１の上面との間隔を一定に保つ機能を有する。
【００３１】
　ここで、ストッパ層２５ａ、２５ｂは、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の基板製
造等で用いられる感光性フォトレジストの材料を用いることにより、作製される。この感
光性フォトレジストの材料は、フォトスペーサ２３よりも硬度が高く、耐加圧タイプのレ
ジストの材料を採用している。
【００３２】
　そして、ストッパ層の作製（工程Ｓ２２）では、回路層２２の上面の全面にフォトスペ
ーサ用のレジストを塗布したのち、フォトマスクを使用して露光し、現像する。これによ
り、回路層２２上にストッパ層２５ａ、２５ｂがパターニング形成される。この場合、ス
トッパ層２５ａ、２５ｂの高さ方向の厚みが均一になるように作製されている。
【００３３】
　なお、ストッパ層２５ａ、２５ｂの高さは、例えば５μｍである。但し、ストッパ層２
５ａ、２５ｂの高さは、そのフォトスペーサ２３より低く、ＬＥＤ基板１を加圧して配線
基板２と貼り合わせるときに、フォトスペーサ２３が変形したときの高さが、予め定めた
ギャップ間の距離を保つように設計されている。
【００３４】
　続いて、フォトスペーサの作製（工程Ｓ２３）は、配線基板２上の回路端子とＬＥＤ電
極１３ａ、１３ｂを接続するために、弾性のある絶縁性のレジスト材を配線基板２上に作
製する処理を実行する。フォトスペーサ２３層の高さは、例えば８ｕｍである。
【００３５】
　さらに、ＰＳ電極の作製（工程Ｓ２４）は、フォトスペーサ２３上にＬＥＤ電極１３ａ
、１３ｂと接続するメタルパターンを作製する処理を実行する。メタルパターンは、ＰＳ
電極２４ａ、２４ｂであって、スパッタリング、蒸着又はめっき等によって成膜される。
したがって、ＰＳ電極２４ａ、２４ｂは、例えば、金又はアルミニウム等の良導電性の導
電体膜により成膜されることでフォトスペーサ２３や回路層２２の一部領域に積層される
（図８（ｂ）参照）。これにより、電極付きフォトスペーサ２８が形成される。
【００３６】
　次に、接着層の作製（工程Ｓ２５）は、配線基板２のストッパ層２５ａ上に接着層２６
ａを作製し、ストッパ層２５ｂ上に接着層２６ｂを作製する処理を実行する。接着層の作
製（工程Ｓ２５）は、レジストタイプの紫外硬化及び熱硬化併用型の接着剤を使用し、露
光及び現像によって、ストッパ層２５ａ上に接着層２６ａを積層し、ストッパ層２５ｂ上
に接着層２６ｂを積層する。以上の工程Ｓ２１～工程Ｓ２５を経ることにより、配線基板
２が作製される。この紫外硬化及び熱硬化併用型の接着剤は、光硬化性及び熱硬化性を兼
ね備えた接着層の一例である。
【００３７】
　次に、位置合わせ（工程Ｓ３）からＬＥＤの本接着（工程Ｓ９）について、説明を続け
る。位置合わせ（工程Ｓ３）は、ＬＥＤ基板１と配線基板２とを貼り合わせるに際し、位
置合わせが可能な機構（図示省略）により、図５（ｃ）に示すＬＥＤ基板１の接着面１５
ａ、１５ｂと、図８（ｄ）に示す配線基板２の接着層２６ａ、２６ｂの上面とが接合する
ように位置合わせする（図１（ａ）参照）。詳細には、位置合わせ（工程Ｓ３）では、例
えば、配線基板２のフォトスペーサ２３上の電極部（ＰＳ電極２４ａ、２４ｂ）とウエハ
１０上に生成されているＬＥＤ１１の電極部（ＬＥＤ電極１３ａ、１３ｂ）を２つの基板
に設けられたアライメントマーク（図示省略）を利用して、位置合わせする。これにより
、接着面１５ａと接着層２６ａの上面とが接合するように位置合わせされ、接着面１５ｂ
と接着層２６ｂの上面とが接合するように位置合わせされる。つまり、基板同士が位置合
わせされることになる。
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【００３８】
　図９は、ＬＥＤ基板と配線基板との位置合わせを示す説明図である。説明をわかりやす
くするため、図９では、図５（ａ）に示すＬＥＤ基板１と図８（ｃ）に示す配線基板２と
を位置合わせした状態を表しており、ＬＥＤ基板１のウエハ１０の表面に生成されたＬＥ
Ｄ１１と、配線基板２の回路層２２上に生成された構造体２７とが、対向するようにして
位置合わせされている。
【００３９】
　貼り合わせ（工程Ｓ４）は、配線基板２にＬＥＤ基板１を貼り合わせる処理を実行する
。具体的には、貼り合わせ（工程Ｓ４）は、位置合わせ（工程Ｓ３）により、基板同士を
位置合わせした後、配線基板２にＬＥＤ基板１を加圧して貼り合せる（図１（ｂ）参照）
本実施形態では、例えば、各ＬＥＤ１１について、ＬＥＤ電極１３ａがフォトスペーサ２
３上のＰＳ電極２４ａと当接するように貼り合わされ、ＬＥＤ電極１３ｂがフォトスペー
サ２３上のＰＳ電極２４ｂと当接するように貼り合わされる。
【００４０】
　図１０は、ＬＥＤ基板と配線基板との貼り合わせを示す説明図である。図１０は、図９
に示す位置合わせがされた後、図示省略の昇降機構によりＬＥＤ基板１が下降し、配線基
板２にＬＥＤ基板１を圧力Ｐで加圧して貼り合わせた状態を表している。貼り合わせ（工
程Ｓ４）では、図５（ｂ）に示すＬＥＤ電極１３ａが図８（ｄ）に示すＰＳ電極２４ａを
押し、図５（ｂ）に示すＬＥＤ電極１３ｂが図８（ｄ）に示すＰＳ電極２４ｂを押すこと
で加圧することになる。その結果、図８（ｄ）に示すフォトスペーサ２３は、柔軟性を有
しているためクッションのように縮む。一方、ストッパ層２５ａ上の接着層２６ａがＬＥ
Ｄ１１の接着面１５ａと当接し、ストッパ層２５ｂ上の接着層２６ｂがＬＥＤ１１の接着
面１５ｂと当接すると、ストッパ層２５ａ、２５ｂの高さ方向の厚みによって、フォトス
ペーサ２３の加圧時の縮みが抑制される。これにより、ストッパ層２５ａ、２５ｂの高さ
方向の厚みが均一であるため、ＬＥＤ１１の上面と回路層２２の上面との距離が、一定の
ギャップ（距離ｄ）に保たれることになる（図１０参照）。
【００４１】
　つまり、加圧時にＬＥＤ基板１を配線基板２に対して強く押し当てることによって、フ
ォトスペーサ２３は潰され、ＬＥＤ１１の接着面１５ａ、１５ｂが配線基板２上の接着層
２６ａ、２６ｂへそれぞれ密着する。このとき、ＬＥＤ１１と配線基板２とのギャップは
ストッパ層２５ａ、２５ｂの高さ方向の厚みで制御可能であり、また、押し付けることに
よってＬＥＤ基板１のウエハ１０の湾曲、凹凸は改善され、平坦度が改善される。
【００４２】
　次に、点灯検査、仮接着及びＬＬＯ（工程Ｓ５）について説明する。この工程は、ＬＥ
Ｄ１１を配線基板２に本接着する前に、事前に不良品のＬＥＤ１１を取り除くことを主な
目的としている。
　図１１は、図２に示す点灯検査、仮接着及びレーザリフトオフの詳細な工程を示すフロ
ーチャートである。点灯検査、仮接着及びＬＬＯ（工程Ｓ５）は、ＬＥＤの点灯検査（工
程Ｓ５１、Ｓ５２）、ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ５３）、検査完了の判定（工程Ｓ５４）及
びレーザリフトオフ（工程Ｓ５５）を含む。
【００４３】
　ＬＥＤの点灯検査（工程Ｓ５１）では、ＬＥＤ基板１と配線基板２とを貼り合せた後、
ＬＥＤ基板１のＬＥＤ電極１３ａ、１３ｂ及び配線基板２のＰＳ電極２４ａ、２４ｂを介
してＬＥＤ１１に個別に通電し、そのＬＥＤ１１の良否を判定する。この場合、ＬＥＤの
点灯検査（工程Ｓ５１）では、例えば、配線基板２内の回路に電圧を加え、その回路の抵
抗測定や撮像カメラによるＬＥＤ１１の発光観察によって点灯検査を行なう。ＬＥＤの点
灯検査（工程Ｓ５１）では、図１（ｂ）に示す検査対象物３をステージ（図示省略）に載
置し、１度の点灯検査により、検査対象物３の搬送方向と水平面で直交する方向の１列の
ＬＥＤ群に対して検査を行なう。つまり、本発明では、ＬＥＤ１１を配線基板２に本接着
する前に、ＬＥＤ１１の点灯検査を容易に行なうことができる。
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【００４４】
　本実施形態では、検査対象物３の搬送方向を図３に示すＬＥＤ基板１の搬送方向Ｄと同
じ向きとして説明する。また、図３において、ｘｙ座標で（０，０）～（１７，０）に配
置されているＬＥＤ１１をｘ（横）方向の第１列のＬＥＤ群とし、（０，１）～（１７，
１）に配置されているＬＥＤ１１をｘ方向の第２列のＬＥＤ群とし、・・・（途中省略）
・・・、（０，１２）～（１７，１２）に配置されているＬＥＤ１１をｘ方向の第１３列
のＬＥＤ群とし、（０，１３）～（１７，１３）に配置されているＬＥＤ１１をｘ方向の
第１４列のＬＥＤ群とする。この場合、先ず、第１列から第１４列へと順番に点灯検査が
行なわれる。
【００４５】
　図１１において、点灯検査が正常の場合（工程Ｓ５２：Ｙｅｓ）、工程Ｓ５３に移行し
、点灯検査が異常の場合（工程Ｓ５２：Ｎｏ）、工程Ｓ５４に移行する。ここで、正常と
は、検査対象となる１列のＬＥＤ群の全てが点灯検査に合格して、発光が良好な良品と判
定されたことを意味し、異常とは、検査対象となる１列のＬＥＤ群のうち、少なくとも１
つのＬＥＤ１１が点灯検査に不合格となり、不良品と判定されたことを意味する。
【００４６】
　ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ５３）では、点灯検査をした１列のＬＥＤ群の全てが良品と判
定された場合、図示省略の紫外光照射手段により、紫外光ＵＶを照射して接着層２６ａ、
２６ｂを硬化させる。但し、仮接着は、レーザリフトオフの際、良品と判定されたＬＥＤ
１１が配線基板２に転写される程度の仮固定（１次接着）を意味する。この場合、紫外光
ＵＶの光源は波長３００～４２０ｎｍのレーザダイオード（ＬＤ）や発光ダイオードであ
ることが好ましい。つまり、ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ５３）では、ウエハ１０の裏面から
、ライン状にした紫外光ＵＶのビームを、点灯検査が正常であった１列のＬＥＤ群のみに
照射して接着層２６ａ、２６ｂを硬化させる。
【００４７】
　ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ５３）では、接着層２６ａ、２６ｂを硬化する紫外光ＵＶの照
射を制御することにより、ＬＥＤ１１毎の狭い領域又は広範囲での硬化を制御できる。し
たがって、ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ５３）では、紫外硬化及び熱硬化併用型の接着剤を用
いることにより、紫外光ＵＶの照射による局所的な接着が可能となり、良品と判定された
ＬＥＤ１１に対しては仮接着し、不良品と判定されたＬＥＤ１１に対しては仮接着しない
等の選択的な接着ができる。
【００４８】
　検査完了の判定（工程Ｓ５４）では、点灯検査が完了したか否かを判定し、未完了の場
合（工程Ｓ５４：Ｎｏ）、次の１列のＬＥＤ群を検査するため、工程Ｓ５１に戻る。一方
、全ての列のＬＥＤ群に対して点灯検査が完了の場合（工程Ｓ５４：Ｙｅｓ）、工程Ｓ５
５に移行する。
【００４９】
　レーザリフトオフ（工程Ｓ５５）では、仮接着したＬＥＤ群をレーザリフトオフ（ＬＬ
Ｏ）する処理を行なう。この場合、検査対象物３がさらにレーザリフトオフを行なう装置
に搬送される。レーザリフトオフ（工程Ｓ５５）では、例えば、本出願人の特願２０１７
－００７３４２の明細書に記載の装置構成を用いてもよい。検査対象物３が搬送されて、
第１列のＬＥＤ群がレーザ照射位置に位置決めされると、点灯検査が合格していた場合に
は、レーザリフトオフ（工程Ｓ５５）では、ライン状のレーザビームのレーザ光Ｌを、マ
スクパターンで照射対象のＬＥＤ群をターゲットとした上で、上記剥離層１４に焦点が合
うように照射することにより、レーザリフトオフを実行する（図１（ｄ）参照）。なお、
個別にＬＥＤ１１に対してレーザ照射する構成にしても良いが、１度に１列のＬＥＤ群に
対してレーザ照射することにより効率化を図ることができる。
【００５０】
　一方、点灯検査が不合格であった場合には、レーザリフトオフは実行されず、次の第２
列のＬＥＤ群がレーザ照射位置に位置決めされる。以降、第１４列のＬＥＤ群まで同様の
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処理が繰り返されると、図２に示すＬＥＤを基板から剥離する処理（工程Ｓ６）に移行す
る。
【００５１】
　ここで、レーザ光源は、紫外光領域のピコ秒レーザ（例えば、波長はＹＡＧレーザの４
倍波、パルス幅は１０ｐｓｅｃ）であることが好ましい。詳細には、例えば、波長は２６
３ｎｍ又は２６６ｎｍであって、パルス幅はピコ秒オーダのレーザであることが好ましい
。このようなレーザ光源の選択により、レーザ照射によるＬＥＤ１１への悪影響を避ける
ことができる。
【００５２】
　つまり、レーザリフトオフ（工程Ｓ５５）では、仮接着の対象から除外したＬＥＤ１１
（不良品）をレーザ光Ｌの照射対象から除外してＬＥＤ基板１に残留させる。したがって
、本発明では、良品と判定されたＬＥＤ１１が仮接着及びレーザリフトオフの対象になる
ことにより、次のＬＥＤを基板から剥離する処理（工程Ｓ６）で最終的に良品のＬＥＤ１
１が配線基板２に実装されることになる。
【００５３】
　ＬＥＤを基板から剥離する処理（工程Ｓ６）では、検査対象物３のうち、レーザリフト
オフの実行結果によりＬＥＤ基板１から各ＬＥＤ１１を剥離する処理を行なう。なお、レ
ーザリフトオフ（工程Ｓ５５）及びＬＥＤを基板から剥離する処理（工程Ｓ６）が、ウエ
ハ１０の裏面からレーザ光を照射して、ＬＥＤ１１をＬＥＤ基板１から剥離する工程に相
当する。
【００５４】
　ここで、上述したとおり、点灯検査、仮接着及びＬＬＯ（工程Ｓ５）において、例えば
、全てのＬＥＤ１１が良品と判定されていた場合、全てのＬＥＤ１１がＬＥＤ基板１から
剥離されて、配線基板２に実装（転写）される（図１（ｅ）参照）。つまり、ＬＥＤ基板
１から全てのＬＥＤ１１が剥離されて配線基板２に実装されると、ＬＥＤ基板１自体はウ
エハ１０になることを意味するので、図１（ｅ）では、ウエハ１０とＬＥＤアレイ基板４
とが描かれている。一方、点灯検査、仮接着及びＬＬＯ（工程Ｓ５）で、不良品と判定さ
れたＬＥＤ１１が存在した場合には、その列のＬＥＤ群は、配線基板２に実装されず、Ｌ
ＥＤ基板１と共に除去される。なお、点灯検査、仮接着及びＬＬＯ（工程Ｓ５）では、初
めに、第１列～１４列のＬＥＤ群についてＬＥＤの点灯検査をした後に、ＬＥＤの仮接着
（工程Ｓ５３）をするようにしてもよい。
【００５５】
　続いて、修正の有無が判定され、修正するＬＥＤがある場合（工程Ｓ７：Ｙｅｓ）、修
正（工程Ｓ８）に移行し、修正するＬＥＤがない場合（工程Ｓ７：Ｎｏ）、ＬＥＤの本接
着（工程Ｓ９）に移行する。
【００５６】
　図１２は、図２に示す修正の詳細な工程を示すフローチャートである。修正（工程Ｓ８
）は、不良品と判定されたＬＥＤを良品のＬＥＤに代替する工程である。図１３は、不良
品と判定されたＬＥＤが存在したＬＥＤ基板の一例を示す平面図である。図１３に示すと
おり、例えば、ｘ方向の第９列の（１５，８）に位置するＬＥＤ（黒色で示す）が不良品
であると判定された場合、第９列については、上述したとおり、ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ
５３）、レーザリフトオフ（工程Ｓ５５）を実行しない。そのため、ＬＥＤ基板１には、
第９列のＬＥＤ群が残留し、配線基板２では、第９列を除く他の列のＬＥＤ群が実装され
ることになる。
【００５７】
　図１４は、修正用ＬＥＤ基板の一例を示す平面図である。修正用ＬＥＤ基板１ａは、１
列のＬＥＤ群が配置されており、予めストックされているものである。図１４は、修正用
ＬＥＤ基板１ａのウエハ１０ａがｘ方向１列のＬＥＤ群に対応して細長形状をしているも
のである。
【００５８】
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　修正用ＬＥＤの位置合わせ（工程Ｓ８１）では、修正用ＬＥＤ基板１ａを配線基板２に
貼り合わせる際、ＬＥＤ１１の未実装の第９列に対応する位置に位置合わせする。次に、
修正用ＬＥＤの貼り合わせ（工程Ｓ８２）では、修正用ＬＥＤ基板１ａを下降させて、加
圧して貼り合わせる。そして、上述した工程Ｓ５１と同様に、修正用のＬＥＤの点灯検査
をする（工程Ｓ８３）。
【００５９】
　続いて、正常か否かが判定される（工程Ｓ８４）。具体的には、横１列のＬＥＤ群が良
品と判定された場合（工程Ｓ８４：Ｙｅｓ）、正常であるとして、修正用の仮接着（工程
Ｓ８５）に移行する。これに対し、横１列のＬＥＤ群の少なくとも１つが不良品と判定さ
れた場合（工程Ｓ８４：Ｎｏ）、異常であるとして、仮接着及びレーザリフトオフを行な
わずに工程Ｓ８７に移行する。この場合、ＬＥＤを修正用ＬＥＤ基板から剥離する処理（
工程Ｓ８７）では、修正用ＬＥＤ基板１ａを加圧した状態から解放した後に取り除き、工
程Ｓ８８に移行する。
【００６０】
　一方、修正用ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ８５）では、修正用ＬＥＤ基板１ａに対して、紫
外光ＵＶを照射して、各接着層２６ａ、２６ｂを硬化させる。続いて、修正用ＬＥＤのレ
ーザリフトオフ（工程Ｓ８６）では、修正用ＬＥＤ基板１ａに対して、レーザリフトオフ
を行なう。さらに、ＬＥＤを修正用ＬＥＤ基板から剥離する処理（工程Ｓ８７）では、良
品と判定されたＬＥＤ群を修正用ＬＥＤ基板１ａから剥離することにより、そのＬＥＤ群
が配線基板２に追加して実装される。
【００６１】
　次に、修正を要するＬＥＤ１１がなくなったか否かが判断される（工程Ｓ８８）。これ
は、工程Ｓ８４において、再度、不良品と判定されたＬＥＤ１１が発見された場合には、
修正を要するＬＥＤ１１が依然として存在するため（工程Ｓ８８：Ｎｏ）、再度、工程Ｓ
８１に戻り、新たに修正用ＬＥＤ基板１ａを用いて位置合わせが行なわれる。一方、工程
Ｓ８４において、正常であれば、工程Ｓ８４～工程Ｓ８６の処理が実行され、工程Ｓ８８
で、修正を要するＬＥＤはなくなったと判定されるため（工程Ｓ８８：Ｙｅｓ）、図２に
示す工程Ｓ９に移行する。
【００６２】
　以上より、修正（工程Ｓ８）の処理をまとめると、先ず、不良品と判定されたＬＥＤ１
１を含む１列のＬＥＤ群が欠けた状態で良品のＬＥＤが実装された配線基板２（以下「１
列のＬＥＤ群が欠けた配線基板２」という。）と、代替用の１列のＬＥＤ群を有する修正
用ＬＥＤ基板１ａとを用いて、位置合わせをする（工程Ｓ８１）。すなわち、工程Ｓ８１
では、代替用の１列のＬＥＤ群の各接着面と１列のＬＥＤ群が欠けた配線基板２の対応す
る各接着層の上面とを位置合わせする。続いて、修正用ＬＥＤの貼り合わせ（工程Ｓ８２
）では、修正用ＬＥＤ基板１ａと、１列のＬＥＤ群が欠けた配線基板２とを貼り合わせる
。さらに、修正用ＬＥＤの点灯検査（工程Ｓ８３）でＬＥＤ群のＬＥＤ１１が良品と判定
された場合、修正用ＬＥＤの仮接着（工程Ｓ８５）では、良品と判定されたＬＥＤ１１を
仮接着する。修正用ＬＥＤのレーザリフトオフ（工程Ｓ８６）では、修正用ＬＥＤ基板１
ａに対して、レーザリフトオフを行なう。ＬＥＤを修正用ＬＥＤ基板から剥離する処理（
工程Ｓ８７）では、修正用ＬＥＤ基板１ａから良品と判定されたＬＥＤ１１を剥離する共
に、１列のＬＥＤ群が欠けた配線基板２に良品と判定されたＬＥＤ１１を追加して実装す
る。これにより、修正（工程Ｓ８）では、不良品のＬＥＤ１１を配線基板２に実装しない
で済む。
【００６３】
　続いて、ＬＥＤの本接着（工程Ｓ９）では、各ＬＥＤ１１が仮接着された状態のＬＥＤ
アレイ基板４に対して、外部のヒータｈで加熱して、各接着層２６ａ、２６ｂをさらに熱
硬化させることにより、各ＬＥＤ１１を本接着する（図１（ｆ）参照）。これにより、良
品のＬＥＤ１１が実装されたＬＥＤアレイ基板４が作製される。
【００６４】
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　図１５は、ＬＥＤアレイ基板の構造を示す説明図である。図１５において、（ａ）は、
ＬＥＤアレイ基板４の平面図であって、図４に示すＬＥＤ基板１の各ＬＥＤ１１が、図７
に示す配線基板２に実装された状態を例示している。（ｂ）は、（ａ）のＡ－Ａ線断面図
である。ＬＥＤアレイ基板４は、ＬＥＤ１１の上面と回路層２２の上面との距離（ギャッ
プ）ｄが一定であり、正確なギャップ制御が可能となり、平坦度も改善される。また、接
着面積を広くすることが可能となり、強固な接着が可能となる。
【００６５】
　さらに、リブの生成（工程Ｓ１０）では、各ＬＥＤ１１に蛍光体を充填するためのリブ
（遮光用の隔壁）を生成する処理を行なう。
【００６６】
　次に、蛍光材の塗布工程（工程Ｓ１１）では、リブの中に、Ｒ、Ｇ、Ｂの蛍光材を注入
（塗布）する。なお、工程Ｓ１０、Ｓ１１については、例えば、本出願人による特願２０
１７－２３２７４３の明細書に記載された技術を適用してもよい。
【００６７】
　続いて、保護膜、保護ガラスの取り付け工程（工程Ｓ１２）では、保護膜、保護ガラス
の取り付けを行なう。以上の工程により、ＬＥＤディスプレイが製造される。
【００６８】
　図１６は、ＬＥＤディスプレイを模式的に示す平面図である。図１６に示すＬＥＤディ
スプレイ１００は、カラー映像を表示するもので、ＬＥＤアレイ基板４と、蛍光発光層ア
レイ４０と、図示省略の保護膜や保護ガラスとを含む。
【００６９】
　各ＬＥＤ１１上には、蛍光発光層アレイ４０が設けられている。この蛍光発光層アレイ
４０は、ＬＥＤ１１から放射される励起光によって励起されて対応色の蛍光に夫々波長変
換する複数の蛍光発光層４１を備えたものであり、赤色、緑色及び青色の各色対応の蛍光
発光層４１が図示省略の隔壁（リブ）によって仕切られた状態でのＬＥＤアレイ基板４上
（表示面側）に設けられている。
【００７０】
　この蛍光発光層４１は、ＬＥＤ１１から放射される励起光によって励起されて対応色の
蛍光に夫々波長変換するものであり、赤、緑、青の光三原色に対応させて各ＬＥＤ１１上
に並べて設けられた赤色蛍光発光層４１Ｒ、緑色蛍光発光層４１Ｇ及び青色蛍光発光層４
１Ｂで、対応色の蛍光色素（顔料又は染料）を含有する蛍光発光レジストである。なお、
図１６においては、各色対応の蛍光発光層４１をストライプ状に設けた場合について示し
ているが、各ＬＥＤ１１に個別に対応させて設けてもよい。
【００７１】
　以上より、本発明によれば、配線基板２と各ＬＥＤ１１との間隔が一定に保たれ、良好
な発光が行なえるＬＥＤディスプレイを提供することができる。また、本発明によれば、
点灯検査を組み込んだ場合、ウエハ１０からＬＥＤ１１を取り外すことなく点灯検査をす
ることができる。これにより、本発明によれば、良品のＬＥＤ１１を仮接着した後にレー
ザリフトオフを実行して配線基板２に実装し、不良品のＬＥＤ１１を実装させないで済む
のでＬＥＤディスプレイの製造効率を向上させることができる。
【００７２】
　次に、変形例について説明する。変形例では、上述した実施例と比較して、ＬＥＤ基板
１と配線基板２との構造がそれぞれ異なるだけである。したがって、上述したフローチャ
ートがそのまま適用される。なお、上述した内容と同じ構成要素について、説明が不要な
ものについては同じ符号を付して説明を省略し、相違点について主に詳述する。
【００７３】
　図１７は、変形例におけるＬＥＤ基板の平面図である。但し、図１７では、図４と同様
、一例として３行６列にマイクロＬＥＤ１１ａ（以下、単に「ＬＥＤ１１ａ」という。）
を配置した場合のＬＥＤ基板１ｂを示している。ＬＥＤ基板１ｂは、複数のＬＥＤ１１ａ
をウエハ１０上にマトリクス状に配置して備えたものである。
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【００７４】
　ＬＥＤ１１ａは、例えば、化合物半導体１２、ＬＥＤ電極１３ｃ、１３ｄを含み、列方
向（ｙ方向）にはｗ１のピッチの間隔が設けられ、行方向（ｘ方向）にはｗ２のピッチの
間隔が設けられるように配置されている。
【００７５】
　図１８は、変形例におけるＬＥＤ基板の構造を示す説明図である。図１８において、（
ａ）は、図１７のＡ－Ａ線断面図であり、（ｂ）は、（ａ）の破線ＤＬ３で囲む領域に示
すＬＥＤ基板１ｂの一部を示す部分拡大図である。（ｃ）は、（ｂ）に示すＬＥＤ基板１
ｂ上のＬＥＤ１１ａの平面図である。ＬＥＤ１１ａは、ＬＥＤ１１と電極の位置及び接着
面の位置が異なる点を除いては、同様の構成である。ＬＥＤ１１ａにおいて、化合物半導
体１２の最上層の上面には、ＬＥＤ電極１３ｃ、１３ｄが両端部に設けられている。ＬＥ
Ｄ電極１３ｃ、１３ｄはＬＥＤ用電極の一例である。
【００７６】
　また、図１８（ｃ）に示すとおり、ＬＥＤ１１ａは、化合物半導体１２の最上層の上面
において、ＬＥＤ電極１３ｃ、１３ｄの予め定められた近傍領域に接着面１５ｃを１箇所
有している点を特徴としている。ここで、変形例における予め定められた近傍領域とは、
例えば、その最上層の上面においてＬＥＤ電極１３ｃ、１３ｄの表面積を除く領域から、
接着面として選択した領域である。すなわち、変形例における予め定められた近傍領域は
、ＬＥＤ１１ａの接着面１５ｃと後述する配線基板２ａ（図１９参照）の対応する接着層
２６ｃの上面とが互いに接合するように設計された領域である。変形例では、接着面１５
ｃが化合物半導体１２の最上層の上面の中央に設けられている。
【００７７】
　図１９は、変形例における配線基板の平面図である。但し、図１９では、図１７に示す
ＬＥＤ基板１ｂと対応させて示している。図２０は、変形例における配線基板の構造を示
す説明図である。図２０において、（ａ）は、図１９のＢ－Ｂ線断面図である。（ｂ）は
、図１９のＡ－Ａ線断面図である。（ｃ）は、図２０（ｂ）に示す配線基板２ａの破線Ｄ
Ｌ４で囲む領域の一部を示す部分拡大図である。
【００７８】
　図１９に示す配線基板２ａは、ＬＥＤ１１ａを駆動するものであって、図２０（ｃ）に
示す支持体２１と、その支持体２１上に積層された回路層２２ａと、図１７に示すＬＥＤ
基板１ｂに対応して、予め定められた位置に配置された構造体２７ａで構成される。構造
体２７ａは、フォトスペーサ２３ａ、２３ｂ、ＰＳ電極２４ｃ、２４ｄ、ストッパ層２５
ｃ、接着層２６ｃを含む。
【００７９】
　より詳細には、配線基板２ａは、ＬＥＤ１１ａを駆動する回路を含む回路層２２ａ上に
設けられ、ＰＳ電極２４ｃを積層したフォトスペーサ２３ａ、ＰＳ電極２４ｄを積層した
フォトスペーサ２３ｂ、ＬＥＤ１１ａの接着面１５ｃに応じて回路層２２ａ上の予め定め
られた位置に設けられ、加圧時のフォトスペーサ２３ａ、２３ｂの縮みを抑制するストッ
パ層２５ｃ、そのストッパ層２５ｃ上に設けられ、光硬化性及び熱硬化性を兼ね備えた接
着層２６ｃを有する。ＰＳ電極２４ｃ、２４ｄは、配線基板電極の一例であり、フォトス
ペーサ２３ａ、２３ｂは、弾性支持部材の一例である。但し、フォトスペーサ２３ａ、２
３ｂは、導電性を有している。
【００８０】
　ここで、フォトスペーサ２３ａの最上層の領域に積層されているＰＳ電極２４ｃとＬＥ
Ｄ電極１３ｃとが接合し、フォトスペーサ２３ｂの最上層の領域に積層されている電極２
４ｄとＬＥＤ電極１３ｄとが接合する。
【００８１】
　なお、導電性を有するフォトスペーサ２３ａ、２３ｂを採用した場合には、ＰＳ電極２
４ｃ、２４ｄを生成せず、ＬＥＤ１１ａのＬＥＤ電極１３ｃが、フォトスペーサ２３ａを
配線基板電極として、直接接続し、ＬＥＤ１１ａのＬＥＤ電極１３ｄが、直接フォトスペ
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、フォトスペーサ２３ａ、２３ｂについては絶縁性を有するものとしてもよい。
【００８２】
　図２１は、ＬＥＤアレイ基板の構造を示す説明図である。図２１において、（ａ）は、
ＬＥＤアレイ基板４ａの平面図であって、図１７に示すＬＥＤ基板１ｂの各ＬＥＤ１１ａ
が、図１９に示す配線基板２ａに実装された状態を例示している。（ｂ）は、（ａ）のＡ
－Ａ線断面図である。ＬＥＤアレイ基板４ａは、上述したＬＥＤアレイ基板４と同様、Ｌ
ＥＤ１１ａの上面と回路層２２ａの上面との距離（ギャップ）ｄ１が一定となるように構
成されている。したがって、変形例においても正確なギャップ制御が可能となり、平坦度
も改善される。また、接着面積を広くすることが可能となり、強固な接着が可能となる。
そして、変形例では、ＬＥＤアレイ基板４ａを用いて、ＬＥＤディスプレイを製造するこ
とができる。
【００８３】
　なお、本発明によるＬＥＤディスプレイを製造方法は、上記実施形態の各工程の実行順
序に限定されず、例えば、図２に示す、ＬＥＤ基板の作製（工程Ｓ１）と配線基板の作製
（工程Ｓ２）とは、順序が逆であってもよい。また、本発明によるＬＥＤディスプレイを
製造方法は、予め、ＬＥＤ基板１、配線基板２を作製しておき、図２のフローチャートに
おいて、ＬＥＤ基板と配線基板との位置合わせ（工程Ｓ３）から開始するようにしてもよ
い。
【符号の説明】
【００８４】
　１、１ｂ…ＬＥＤ基板
　１ａ…修正用ＬＥＤ基板
　２、２ａ…配線基板
　４、４ａ…ＬＥＤアレイ基板
　１０…ウエハ
　１１、１１ａ…ＬＥＤ
　１２…化合物半導体
　１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ…ＬＥＤ電極
　１５ａ、１５ｂ、１５ｃ…接着面
　２１…支持体
　２２、２２ａ…回路層
　２３、２３ａ、２３ｂ…フォトスペーサ（弾性支持部材）
　２４ａ、２４ｂ、２４ｃ、２４ｄ…ＰＳ電極（配線基板電極）
　２５ａ、２５ｂ、２５ｃ…ストッパ層
　２６ａ、２６ｂ、２６ｃ…接着層
　１００…ＬＥＤディスプレイ
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每个LED之间保持恒定的间隔。解决方案：用于制造LED显示器的方法
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使得粘附层的粘附表面和顶表面彼此接合；通过将LED基板压靠在布线
基板上而将它们粘贴在一起；在按压LED基板以使粘合层硬化的状态
下，从晶片的另一表面发射紫外光UV，以将LED临时粘合到布线基板；
通过从另一表面发射激光L将LED从LED基板上剥离；安装LED后再加热
粘合层，并进一步硬化粘合层，从而最终将LED粘合到布线基板上。图1
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